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(57)【要約】
【課題】　シーリング部材である透明基板を接着剤で封止してなる電子部品の製造に好適
な、透明性、低粘度、透明基板との濡れ性、低アウトガス等の特性を有し、しかもこれら
の特性が経時安定な封止用接着剤、これを用いた、ハジキ等による封止欠陥の発生を抑え
ることができて製品歩留りを向上させることができる、表示素子や発光素子等の、透明基
板で封止された電子部品の製造方法を提供する。
【解決手段】　エポキシ樹脂、硬化剤及び／又は重合開始剤、並びにＨＬＢ値が３～１５
のポリエーテル変性ポリシロキサンレベリング剤を含有する電子部品封止用接着剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂、硬化剤及び／又は重合開始剤、並びにシリコン系レベリング剤を含有す
る電子部品封止用接着剤。
【請求項２】
　シリコン系レベリング剤は、ＨＬＢ値が３～１５である請求項１記載の接着剤。
【請求項３】
　シリコン系レベリング剤は、ポリエーテル変性ポリシロキサンである請求項１又は２記
載の接着剤。
【請求項４】
　レベリング剤は、エチレンオキサイド及び／又はプロピレンオキサイドで変性されたポ
リジメチルシロキサンである請求項１～３のいずれか記載の接着剤。
【請求項５】
　レベリング剤は、重量平均分子量が１０，０００～５０，０００のものである請求項１
～４のいずれか記載の接着剤。
【請求項６】
　シリコン系レベリング剤をエポキシ樹脂１００重量部に対して０．２～４重量部含有す
る請求項１～５のいずれか記載の接着剤。
【請求項７】
　重合開始剤として光重合開始剤を含有する請求項１～６のいずれか記載の接着剤。
【請求項８】
　印刷塗布用である請求項１～７のいずれか記載の接着剤。
【請求項９】
　電子発光層を挟んで二枚の基板を封止用接着剤で封止接着した構造を有する電子部品の
製造方法であって、（１）前記二枚の基板のうちの少なくとも一枚の表面に、請求項１～
８のいずれか記載の電子部品封止用接着剤を印刷塗布する工程、（２）前記二枚のうちの
いずれかの基板上に予め形成された前記電子発光層を挟んで、前記二枚の基板を前記塗布
された接着剤を介して貼り合わせる工程、（３）前記塗布された接着剤を硬化させる工程
、を有する電子部品の製造方法。
【請求項１０】
　さらに、工程（１）で塗布された接着剤層の真空脱泡を行う工程を工程（２）の前に実
施する請求項９記載の製造方法。
【請求項１１】
　電子発光層は、有機ＬＥＤ発光層である請求項９又は１０記載の製造方法。
【請求項１２】
　二枚の基板は、いずれもガラス基板である請求項９～１１のいずれか記載の製造方法。
【請求項１３】
　接着剤を硬化させる工程において、接着剤を光硬化させる請求項９～１２のいずれか記
載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品の封止用エポキシ系接着剤に関し、詳細には、透明基板を透明な接
着剤で封止してなる電子部品の製造に好適な、透明性、低粘度、透明基板との濡れ性、低
アウトガス等の特性を有し、経時安定な電子部品の封止用エポキシ系接着剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示素子や発光素子等の電子部品において、シーリング部材である透明基板を封止接着
するために透明な接着剤が使用されている。このような接着剤としては、例えば、特許文
献１には、無機充填剤及びシランカップリング剤を必須成分として含有してなる密着性を
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高めた光硬化性エポキシ樹脂組成物が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、エポキシ樹脂、光重合開始剤及びカップリング剤を含有してな
り、シーリング部材との密着性を高めた接着剤用光硬化性樹脂組成物が開示されている。
特許文献３には、オキセタン化合物に対してスルフォニウム塩型光カチオン重合開始剤を
用いて遅延硬化性を高めた封止用樹脂組成物が開示されている。
【０００４】
　特許文献４には、有機電界発光素子の封止に用いる接着樹脂としてエポキシ樹脂やアク
リル樹脂等の樹脂を広く一般的に参照しつつ、水分遮断能の向上を図って接着樹脂を用い
ることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－８５１５５号公報
【特許文献２】特開２００９－３００５８号公報
【特許文献３】特開２００８－５９９４５号公報
【特許文献４】特開２０００－２４３５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、電子部品の封止用接着剤を用いてシーリング部材である透明基板を貼り合わ
せる際に、透明基板に対する接着剤の濡れ性が充分に確保されていないとハジキが発生し
、封止にムラが生じ、表示素子や発光素子等の電子部品の光学特性が損なわれる。このよ
うな欠陥が製造過程で生じると品質にばらつきが生じ、製品の歩留りが大きく低下する可
能性があり、品質向上における製造工程上の問題点として近年クローズアップされてきた
。しかしながら、従来技術においては、必ずしもこのような課題が充分に認識されていた
とは言えず、例えば、カップリング剤を含有する光硬化性エポキシ樹脂系接着剤は、ハジ
キ発生が認められ、また、カップリング剤は一般的に分子量２００～３００程度の低分子
量成分であるのでアウトガスの問題があった。
【０００７】
　従って本発明は、シーリング部材である透明基板を接着剤で封止してなる電子部品の製
造に好適な、透明性、低粘度、透明基板との濡れ性、低アウトガス等の特性を有し、しか
もこれらの特性が経時安定な封止用接着剤、これを用いた、ハジキ等による封止欠陥の発
生を抑えることができて製品歩留りを向上させることができる、表示素子や発光素子等の
、透明基板で封止された電子部品の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、エポキシ樹脂、硬化剤及び／又は重合開始剤、並びにシリコン系レベリング
剤を含有する電子部品封止用接着剤である。
　本発明はまた、電子発光層を挟んで二枚の基板を封止用接着剤で封止接着した構造を有
する電子部品の製造方法であって、（１）前記二枚の基板のうちの少なくとも一枚の表面
に、上記電子部品封止用接着剤を印刷塗布する工程、（２）前記二枚のうちのいずれかの
基板上に予め形成された前記電子発光層を挟んで、前記二枚の基板を前記塗布された接着
剤を介して貼り合わせる工程、（３）前記塗布された接着剤を硬化させる工程、を有する
電子部品の製造方法である。
【発明の効果】
【０００９】
　（１）本発明の電子部品封止用接着剤は、レベリング剤として特定分子種のものを用い
ることにより、ガラス等の透明基板との濡れ性が充分に確保できる。しかも、低分子量成
分を必須成分に含有しないことが可能であり、あるいは印刷性の低下なしに脱泡すること
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が可能であり、低アウトガスにすることができる。また所定範囲のＨＬＢ値を有するもの
を用いることにより、透明性が高く、またレベリング剤を特定範囲の量で含有することに
より、充分な硬化性を維持しつつ、経時安定的にガラス等の透明基板との濡れ性が充分に
確保される。また所定範囲の分子量を有するものを用いることにより、改善されたハジキ
防止性能を経時安定に発揮することが可能で、印刷塗布した形状の保持性に優れた特性を
経時に維持するので、電子部品の印刷塗布による封止工程を含む電子部品の製造方法に好
適に適用することができる。
　（２）本発明の電子部品封止用接着剤を用いることにより、有機ＬＥＤ素子等の二枚の
基板を封止用接着剤で封止接着した構造を有する電子部品を、ハジキ発生による製品瑕疵
なしに高い生産効率で製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の電子部品封止用接着剤において、エポキシ樹脂としては、エポキシ系接着剤に
一般に用いられているものを好適に適用することができ、例えば、多官能のエポキシ樹脂
としては、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフ
ェノールＡＤ型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、
グリシジルアミン型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキ
シ樹脂、ポリエーテル型エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂等を挙げることがで
きる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて使用してもよい。例えば、
常温で固体のエポキシ樹脂は常温で液状のエポキシ樹脂と組み合わせて常温で液状となる
ように配合することができる。これらのうち、ナフタレン型エポキシ樹脂、ビスフェノー
ルＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡＤ型エポキシ
樹脂が好ましく、ナフタレン型エポキシ樹脂が耐湿性の点でより好ましい。また３，４－
エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート
、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキサンカルボ
キシレートとε－カプロラクトンの付加物、１，２，８，９－ジエポキシリモネンなどの
脂環式エポキシ樹脂を併用して粘度調節することもできる。
【００１１】
　また、粘度調節のために１官能のエポキシ樹脂を、エポキシ樹脂全体の０～５０重量％
程度用いることができる。このような１官能エポキシ樹脂としては、フェニルグリシジル
エーテル、２－エチルヘキシルグリシジルエーテル、エチルジエチレングリコールグリシ
ジルエーテル、ジシクロペンタジエングリシジルエーテル、２－ヒドロキシエチルグリシ
ジルエーテル等を挙げることができる。
【００１２】
　また、任意に、粘度調節のために、脂肪族鎖式オキセタン化合物、脂環式オキセタン化
合物などのオキセタン化合物を含有してもよい。例えば、３－エチル－３－ヒドロキシメ
チルオキセタン、ジ［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル、３－エチル－
３－（２－エチルヘキシロキシメチル）オキセタン等を挙げることができる。オキセタン
化合物は、例えば、エポキシ樹脂１００重量部に対して０～１００重量部用いることがで
きる。
【００１３】
　本発明の電子部品封止用接着剤において、硬化剤としては、例えば、アミン系硬化剤、
フェノール系硬化剤、酸無水物等があげられる。酸無水物としては、例えば、無水フタル
酸、無水マレイン酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、ヘキサヒドロ無水フタ
ル酸、３－メチル－ヘキサヒドロ無水フタル酸、４－メチル－ヘキサヒドロ無水フタル酸
、あるいは３－メチル－ヘキサヒドロ無水フタル酸と４－メチル－ヘキサヒドロ無水フタ
ル酸との混合物、テトラヒドロ無水フタル酸、無水ナジック酸、無水メチルナジック酸、
ノルボルナン－２，３－ジカルボン酸無水物、メチルノルボルナン－２，３－ジカルボン
酸無水物等を挙げることができ、アミン系硬化剤としては、例えば、メタフェニレンジア
ミン、ジメチルジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、ｍ－キシレンジアミン
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、プロピルアミン等を挙げることができる。
【００１４】
　上記硬化剤の配合量としては、組成物中のエポキシ樹脂（Ａ）中のエポキシ基のモル数
に対して硬化剤官能基のモル数が０．６～１．２倍が好ましく、０．７～１．０倍がより
好ましい。硬化剤の配合量が上述の範囲より少ないと硬化不良となるおそれがあり、多い
と硬化剤がブリードするおそれがある。
【００１５】
　本発明の電子部品封止用接着剤において、任意成分として、硬化促進剤を使用してもよ
い。上記硬化促進剤としては、各種のものを使用可能だが、好ましくは、例えば、トリア
ルキルホスフィン、トリフェニルホスフィン、４級ホスホニウム塩、４級アンモニウム塩
、イミダゾール類、第３級アミン等を挙げることができる。これらはマイクロカプセル型
のものであってもよい。上記硬化促進剤の配合量は、エポキシ樹脂１００重量部に対して
、０．１～３０重量部が好ましい。
【００１６】
　本発明の電子部品封止用接着剤において、重合開始剤としては、例えば、ジアゾニウム
塩、スルホニウム塩、ヨードニウム塩、セレニウム塩、メタロセン化合物等の光カチオン
重合開始剤を挙げることができる。これらを具体的に例示すれば、ベンゼンジアゾニウム
ヘキサフルオロアンチモネート、ベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロフォスフェート、
ベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロボレート、芳香族ジアゾニウム塩、ジアリルヨード
ニウム塩、トリアリルスルホニウム塩、トリアリルセレニウム塩、ジアルキルフェナシル
スルホニウム塩、ジアルキルヒドロキシフェニルスルホニウム塩、メタロセン化合物等の
光カチオン重合開始剤が挙げられ、また、トリアリルピリリウム塩、ベンジルピリジウム
チオシアネート等を用いることもできる。これらは１種のみ、又は２種以上を併用するこ
とができる。
【００１７】
　上記重合開始剤の配合量としては、エポキシ樹脂１００重量部に対して、好ましくは１
～１０重量部であり、より好ましくは０．５～５重量部である。
【００１８】
　更に、必要に応じ、増感剤として、例えば、アントラセン、９，１０－ジメトキシアン
トラセン、９，１０－ジプロポキシアントラセン、９，１０－ジブトキシアントラセン、
２－エチル－９，１０－ジメトキシアントラセン、２－エチル－９，１０－ジブトキシア
ントラセン、２－エチル－９，１０－ジプロポキシアントラセン等を使用することもでき
る。これら増感剤を添加する場合、添加量は、エポキシ樹脂１００重量部に対して、好ま
しくは０．１～３０重量部であり、より好ましくは０．１～１０重量部である。
【００１９】
　本発明の電子部品封止用接着剤においては、上記硬化剤、上記重合開始剤、又は上記硬
化剤と上記重合開始剤とを用いることができる。これらは必要に応じて適宜選択すればよ
い。たとえば、感熱性や感光性を付与したい場合等において、熱硬化剤と光重合開始剤を
配合することができる。
【００２０】
　本発明の電子部品封止用接着剤においては、ＨＬＢ値が３～１５のシリコン系レベリン
グ剤を用いることが望ましい。ＨＬＢ値がこの範囲外であるとエポキシ樹脂との相溶性が
悪くなり、充分な透明性が確保できない。より好ましくは６～１４である。なお、ＨＬＢ
値は、以下の計算方法により計算することができる。
グリフィン法：［（親水部分の分子量）÷（全体の分子量）］×２０
【００２１】
　上記シリコン系レベリング剤としては、例えば、ポリエーテル変性、ポリエステル変性
、アラルキル変性などの有機変性ポリシロキサンを挙げることができる。これらのうち、
ポリエーテル変性ポリシロキサンが、エポキシ樹脂との相溶性の観点から好ましい。ポリ
エーテル変性ポリシロキサンとしては、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブ
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チレンオキサイド、テトラメチレンオキサイドなどのアルキレンオキサイド変性ポリシロ
キサンが好ましく挙げられるが、これらのうち、エチレンオキサイド及び／又はプロピレ
ンオキサイドで変性されたポリジアルキルシロキサン（ポリジメチルシロキサン、ポリジ
エチルシロキサン、ポリジプロピルシロキサン、ポリジブチルシロキサン、ポリジペンチ
ルシロキサン等）がより好ましい。
【００２２】
　このようなシリコン系レベリング剤として、ポリジアルキルシロキサンを例示すれば、
例えば、側鎖型ポリエーテル変性ポリジアルキルシロキサン（ポリジアルキルシロキサン
の側鎖の一部をポリエーテル変性したもの）、末端型ポリエーテル変性ポリジアルキルシ
ロキサン（ポリジアルキルシロキサンの末端をポリエーテル変性したものであって片方の
末端を変性した片末端型、両末端を変性した両末端型がある。）、側鎖・末端型ポリエー
テル変性ポリジアルキルシロキサン（ポリジアルキルシロキサンの側鎖の一部と末端をポ
リエーテル変性したもの）を挙げることができる。側鎖型ポリエーテル変性ポリジアルキ
ルシロキサンとしては、下記式（１）で表されるポリエーテル変性ポリジメチルシロキサ
ンを例示することができる。他のポリジアルキルシロキサンも同様に表すことができる。
【００２３】
【化１】

【００２４】
　式（１）中、ＰＥはポリエーテル残基を表す。ＲはＨ又はアルキル基（例えば、メチル
基、エチル基等）を表す。ｘ、ｙ、ｚはそれぞれ繰り返し数を表す。
【００２５】
　上記シリコン系レベリング剤は、表面張力が１５～３０ｍＮ／ｍのものが好ましい。上
記表面張力は、後述する液滴法で測定することができる。
【００２６】
　上記シリコン系レベリング剤は、分子量（重量平均分子量Ｍｗ。以下、断らないかぎり
同様。）が１０，０００～５０，０００のものが、低重量減率、印刷性等の観点から好ま
しい。より好ましくは２０，０００～３５，０００である。
【００２７】
　またシリコン系レベリング剤以外の他のレベリング剤、例えば、アクリル系レベリング
剤、フッ素系レベリング剤を併用することもできる。この場合、他のレべリング剤の配合
割合は、レベリング剤全体のうち５０重量％未満とすることが好ましい。他のレベリング
剤を併用する場合もＨＬＢ値は上記範囲であることが好ましく、あるいは、レベリング剤
全体としてのＨＬＢ値が上記範囲内であるようにしてもよい。また、他のレベリング剤の
分子量も上記範囲であることが好ましい。
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【００２８】
　本発明の電子部品封止用接着剤において、レベリング剤の配合量は、エポキシ樹脂１０
０重量部に対して、例えば、０．０１～６重量部であり、０．２～４重量部が好ましい。
レベリング剤の配合量がエポキシ樹脂１００重量部に対して、０．２～４重量部であると
、接着剤の経時安定性や印刷性が良好であり、この範囲より少ないと経時安定性が悪くな
り、この範囲を超えると接着剤の硬化性に影響がある。
【００２９】
　本発明の電子部品封止用接着剤において、必要により添加される任意成分としては、無
機フィラー、シランカップリング剤、消泡剤、粘着剤等が挙げられる。例えば、シランカ
ップリング剤を添加すると、液状樹脂と無機フィラーの馴染みを向上できるという効果が
ある。シランカップリングとしては、例えば、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘ
キシル）エチルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルト
リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、メルカプト
シラン、スルフィドシラン、ウレイドシラン、アミノシラン等が挙げられる。また無機フ
ィラーとしては、例えば、タルク、シリカ、炭酸カルシウム、マイカ、アルミナを挙げる
ことができる。このような無機フィラーは、耐湿性を目的として配合することができる。
【００３０】
　上記無機フィラーの配合量としては、エポキシ樹脂１００重量部に対して、１０～８０
重量部が好ましく、２０～７０重量部がより好ましい。
【００３１】
　本発明の電子部品封止用接着剤は、ガラス等の透明基板との濡れ性が充分に確保できる
ようにするために、好ましくは表面張力が２５～４０ｍＮ／ｍ、より好ましくは３０～３
５ｍＮ／ｍにすることができる。上記表面張力は、液滴法で測定することができる。液滴
法とは、鉛直方向に向けた細管の先端から液体を押し出し、細管の先端に液滴がぶら下が
るようにし、その液滴の形状から表面張力を求める方法であり、具体的には、液滴の最大
径ｄと、液滴の最下端から上記最大径ｄに等しい距離だけ上昇した位置における液滴径ｓ
とを測定して、以下の式により算出する方法である。
　表面張力γ＝Δρ・ｇ・ｄ２×（１／Ｈ）
　上記式中、Δρは密度差、ｇは重力加速度、ｄは液滴の最大径、１／Ｈはｓ／ｄから求
める補正係数である。もしも温度により値が有意に異なる場合は２５℃での値とする。
【００３２】
　本発明の電子部品封止用接着剤は、塗布性、特に印刷塗布性の観点から、２５℃におけ
る粘度が１０００～１０００００ｍＰａ・ｓであることが好ましく、２０００～５０００
０ｍＰａ・ｓであることがより好ましい。粘度はE型粘度計で測定することができる。
【００３３】
　また、本発明の電子部品封止用接着剤は、透明度を確保する観点から、全光線透過率が
、９０％以上であることが好ましく、９５％以上であることがより好ましい。上記全光線
透過率は、接着剤の硬化前後で実質的に変化しないが、もしも変化がある場合は、接着剤
の硬化後の値であることが好ましい。
【００３４】
　本発明の電子部品封止用接着剤は、低分子量成分、例えば、溶剤、シランカップリング
剤等を使用しないことにより、アウトガスを低減することができる。
【００３５】
　本発明の電子部品封止用接着剤の硬化条件としては、光硬化の場合は、ＵＶ、電子線等
を照射するが、例えばＵＶ照射の場合、照射量は、例えば、１００～１００００ｍＪ／ｃ
ｍ２程度とすることができる。照射装置としては、例えば、紫外線ランプ（キセノンラン
プ、キセノン水銀ランプ、メタルハライドランプ等）、アーク式照射装置等を使用するこ
とができる。
【００３６】



(8) JP 2014-201617 A 2014.10.27

10

20

30

40

50

　本発明の電子部品封止用接着剤の硬化条件としては、熱硬化の場合は、例えば、５０～
１００℃、３０～１８０分の条件を好ましく適用できる。
【００３７】
　本発明の電子部品封止用接着剤の製造方法としては、原料が均一に混合するように配合
すればよく、例えば、上述した所要の各成分を、常法により、例えば、６０～８０℃、１
０～１０００Ｐａで、３０分から２時間、撹拌混合し、必要に応じて脱泡処理を行う。
【００３８】
　本発明の電子部品封止用接着剤は、一液型とすることも、二液型とすることもできる。
二液型の場合は接着剤成分のうち、樹脂成分と硬化剤及び開始剤成分とをそれぞれに別液
とすればよい。
【００３９】
　本発明の電子部品封止用接着剤は、その用途として、ＴＦＴ、ＬＥＤ、有機ＥＬ等の発
光電子部品や、液晶表示装置、光導波路基板、水晶振動子、ＭＥＭＳ、パワーデバイス等
の電子部品において、透明基板を封止接着する用途に好適に使用することができる。この
場合において、上記透明基板としては、ガラスを挙げることができるが、これに限定され
るものではなく、例えば、ＰＥＴ等の透明樹脂であってもよい。
【００４０】
　本発明の電子部品封止用接着剤は、本発明の電子部品製造方法に好適に適用することが
できる。すなわち、本発明の電子部品製造方法は、電子発光層を挟んで二枚の基板を封止
用接着剤で封止接着した構造を有する電子部品の製造方法であって、（１）前記二枚の基
板のうちの少なくとも一枚の表面に、本発明の電子部品封止用接着剤を印刷塗布する工程
、（２）前記二枚のうちのいずれかの基板上に予め形成された前記電子発光層を挟んで、
前記二枚の基板を前記塗布された接着剤を介して貼り合わせる工程、（３）前記塗布され
た接着剤を硬化させる工程、を有する電子部品の製造方法である。
【００４１】
　上記電子部品としては、例えば、表示装置であってもよく、発光装置、照明装置等であ
ってもよい。また、上記電子発光層としては、有機ＬＥＤ発光層であってもよい。また必
要に応じて、電子発光層が接着剤と直接接触するのを防ぐため、電子発光層表面に無機パ
ッシベーション膜等の保護膜を設けても良い。無機パッシベーション膜は、例えば、Ｓｉ
Ｏ２、Ｓｉ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３、ＩＴＯ、ＳｉＯｘＮｙ等からなる膜を挙げることができ
る。
【００４２】
　上記基板としては、二枚の基板は、いずれもガラス基板であってもよいが、それに限定
されず、ガラスと樹脂、樹脂と樹脂、等であってもよい。
【００４３】
　上記工程（１）において、本発明の電子部品封止用接着剤を印刷塗布する方法としては
、スクリーンプリント、グラビア、フレキソ、インクジェット等の方法により、透明基板
の表面、好ましくは全面に、厚さ５～５０μｍ程度で塗布することができる。また、減圧
下に印刷することも接着材中に気泡を生じないようにするうえで好ましい。その後、必要
があれば、塗布された前記接着剤から溶剤を揮発させ乾燥させる。乾燥は、室温にて通気
乾燥させても良いし、例えば、５０～１００℃、１０秒～１０分の条件で加熱乾燥させて
も良い。
【００４４】
　上記工程（２）においては、予め基板上に形成された電子発光層を挟んで、二枚の基板
、そのうちの少なくとも一枚は透明基板であることが通常であるが、シールド部材として
上記基板で電子発光層を覆い、かつ、封止接着剤で隙間を満たして封止しつつ、基板同士
を接着剤を介して貼り合わせる。この際に工程を減圧下に行うこともできる。
【００４５】
　あるいは、その代わり又はさらに、工程（１）で塗布された接着剤層の真空脱泡を行う
工程を、工程（２）の前に実施することもできる。真空脱泡は、例えば、６０～８０℃、
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０．０１～１０Ｐａで、１から５時間で行うことができる。
【００４６】
　上記工程（３）において、接着剤を光硬化させることが好ましい。
【実施例】
【００４７】
　以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、以下の記載は専ら説明のため
であって、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
【００４８】
　以下の実施例、比較例中の略号の意味は以下のとおり。なお、表中の配合量の単位は重
量部である。
液状エポキシ樹脂：ＡＥＲ２６０（商品名）、旭化成ケミカルズ社製、ビスフェノールＡ
型エポキシ樹脂、エポキシ当量１８９ｇ／ｅｑ
固形エポキシ樹脂：ＡＥＲ６０６４（商品名）、旭化成ケミカルズ社製、ビスフェノール
Ａ型エポキシ樹脂、エポキシ当量９２５ｇ／ｅｑ
カップリング剤１：スルフィド系カップリング剤ＴＳＬ８３８０（商品名）、モメンティ
ブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン社製
カップリング剤２：シラン系カップリング剤Ａ１８７（商品名）、モメンティブ・パフォ
ーマンス・マテリアルズ・ジャパン社製
重合開始剤１：トリアリルスルホニウムヘキサフルオロアンチモン系重合開始剤ＡＴ６９
７６（商品名）、Ａｃｅｔｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製、５０％プロピレンカーボネート溶
液
重合開始剤２：重合開始剤ＡＴ６９７６（商品名）、溶剤含有せず
ＢＹＫ－３３３：シリコン系レベリング剤、ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサン、
ＨＬＢ値７．０
ＯＫ－０１：シリコン系レベリング剤、側鎖型ポリエーテル変性ジメチルシロキサンのポ
リエーテル変性がＥＯ／ＰＯ変性であるレベリング剤、ＨＬＢ値８．０
ＯＫ－０２：シリコン系レベリング剤、側鎖型ポリエーテル変性ジメチルシロキサンのポ
リエーテル変性がＥＯ／ＰＯ変性であるレベリング剤、ＨＬＢ値１２．０
ＯＫ－０３：シリコン系レベリング剤、側鎖型ポリエーテル変性ジメチルシロキサンのポ
リエーテル変性がＥＯ／ＰＯ変性であるレベリング剤、ＨＬＢ値８．０
ＯＫ－０４：シリコン系レベリング剤、側鎖型ポリエーテル変性ジメチルシロキサンのポ
リエーテル変性がＥＯ変性であるレベリング剤、ＨＬＢ値１３．０
ＯＫ－０５：シリコン系レベリング剤、側鎖型ポリエーテル変性ジメチルシロキサンのポ
リエーテル変性がＥＯ変性であるレベリング剤、ＨＬＢ値１２．０
ＯＫ－０６：シリコン系レベリング剤、末端型ポリエーテル変性ジメチルシロキサンのポ
リエーテル変性がＥＯ変性であるレベリング剤、ＨＬＢ値１０．０
Ｓ１４５：サーフロンＳ１４５（商品名）、ＡＧＣセイケミカル社製、フルオロアルキル
系レベリング剤、ＨＬＢ値１３．０
【００４９】
　なおＯＫ－０１～ＯＫ－０６は以下の方法で調製した。
　すなわち、上記した各ＥＯ及び／又はＰＯ変性を行ったエチレン１３．４重量部、トル
エン２０重量部、テトラクロロ白金酸（H２ＰｔＣｌ４）０．０１重量部を反応容器に仕
込み、密閉下で加熱し、圧抜きしながら１ｋｇ／ｃｍ２（ゲージ圧）で、内温１３４℃ま
で加熱した。次いでこの反応容器内へポリジメチルシロキサン１００重量部を攪拌下に圧
入した。さらに同一温度に２時間保った。その後冷却し、反応液をストリッピングして、
ＯＫ－０１～ＯＫ－０６の各ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサンを得た。
【００５０】
実施例１～１０、比較例１～３
　表１の配合（重量部）で各成分を混合し、５００Ｐａで、１時間の条件下で脱泡して、
実施例、比較例の各接着剤を調製した。得られた接着剤を、ダミー電子発光層を形成した
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：ミナミ社製ＭＫ－２８０ＳＡ)で、塗布厚み２０μｍになるように全面塗布した。この
基板を１Ｐａ、７０℃、４時間の条件で真空脱泡したのち、別のガラス基板を、ダミー電
子発光層を挟んではりつけた。つぎに、ガラス基板の上からＵＶ照射（６０００ｍＪ／ｃ
ｍ２）して接着剤を硬化した。表２の評価項目を下記の方法で評価した。結果を表２に示
した。ただし、相溶性の評価結果が悪かった比較例３については、その他の評価は行わな
かった。
　また、全光線透過度をＵＶ硬化後の各試料について、６２０ｎｍの波長で透過率を測定
（島津社製：ＵＶ－２４５０使用。）したところ、実施例１～１０は全て、透過率９０％
以上であった。
　実施例で調製した各接着剤について、常温（２５℃）での粘度をＥ型粘度計（５ｒｐｍ
）で測定した結果、２０００～５００００ｍＰａ・ｓの範囲内の粘度であることを確かめ
た。
【００５１】
評価方法
レベリング剤分子量：レベリング剤の分子量をＧＰＣで測定したＭｗ値。
表面張力１：レベリング剤について、２５℃雰囲気下、表面張力計（協和界面社製：ＤＭ
－３０１）を用い液滴法により測定した。
表面張力２：調製した接着剤について、２５℃雰囲気下、表面張力計（協和界面社製：Ｄ
Ｍ－３０１）を用い液滴法により測定した。
相溶性：ガラス瓶に（レベリング剤を含まない）接着剤を１００重量部測りとり、各種レ
ベリング剤／シランカップリング剤を１重量部加え混合し、外観を観察した。以下の基準
で評価した。
○：白濁は観察されなかった
×：白濁が観察された
印刷性１：調製した接着剤を全面塗布後、真空脱泡することなく、７０℃、１０分間放置
し、外観を観察した。以下の基準で評価した。
○：印刷形状が保持できた
×：印刷形状が保持できなかった
印刷性２：調製した接着剤を全面塗布し、真空脱泡後の外観を、上記と同様にして観察し
た。以下の基準で評価した。
◎：印刷形状が保持できた
○：印刷形状の一部が保持できなかった
×：印刷形状のほとんどが保持できなかった
経時安定性：調製した接着剤を５℃、１ヶ月保管した後、上記と同じく、印刷性の評価（
外観を観察）を行った。以下の基準で評価した。
◎：印刷形状が保持できた
○：印刷形状の一部が保持できなかった
×：印刷形状のほとんどが保持できなかった
【００５２】
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【表１】

【００５３】
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【表２】

【００５４】
　実施例の結果から本発明の接着剤は、透明性が高く、表面張力が充分に低く、透明基板
との濡れ性が確保され、印刷性に優れており、しかもこれらの特性が経時安定であった。
印刷性２に示すように、塗布時の泡の噛み込みを防ぐための脱泡を行っても、印刷塗布し
た形状の保持性に優れた特性を維持する。特に、１０，０００～５０，０００の分子量範
囲である場合により優れた特性を発揮し、このことは、脱泡によっても、アウトガスを抑
えることも可能な接着剤層を、印刷塗布で形成することができることを示す。従って、本
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発明の接着剤は、電子部品の印刷塗布による封止工程を含む電子部品の製造方法に好適に
適用することができることがわかった。
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